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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —

Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

AVANT-PROPOS

1) La CEIl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl)<La~€EIl a pour objet de

I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des\ Normes internationales.

Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Camjté national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementals tales, en
liaison avec la CEl, participent également aux travaux. La CEIl collabg it ‘Organisation
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées par accard entre nisations

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les question i $ t,/dans la mesure

3) Les documents produits se présentent sous la forme de r ns internationales. lls sont publiés

comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme e

4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les/Comités tionaux de_la CEIl s'engagent a appliquer de
fagon transparente, dans toute la mesure possi \ i i ionals de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre El et’la norme nationale ou régionale

correspondante doit étre indiquée en termes ©lairs dans_cett e

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concerna comme indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand un matériel est déclaré

6) L’attention est attirée sur le fai ins a présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de proprié 3 its analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour

La Norme inter S 1 tablie par le comité d'études 91 de la CEl:
Technique du montage .

Le texte de cette n e estissu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
\/9/1/135/FDIS 91/147/RVD

Le rapport g
abouti a I'approb

La CEIl 61191 comp
cartes imprimées:

edans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
de cette norme.

nd les parties suivantes, présentées sous le titre général: Ensembles de

Partie 1: Spécification générique — Exigences relatives aux ensembles électriques et électro-
niques brasés utilisant les techniques de montage en surface et associées

Partie 2: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a I'assemblage par brasage pour
montage en surface

Partie 3: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a l'assemblage par brasage de
trous traversants

Partie 4: Spécification intermédiaire — Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

Cette norme doit étre lue conjointement avec la CEIl 61191-1.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 4: Sectional specification —
Requirements for terminal soldered assemblies

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of/the ™EC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electricall and elestronic fields. To

for Standardization (ISO) in accordance with conditions determin
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical
international consensus of opinion on the relevant subjects since-e
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of recommendations for (international use_and are published in the form

4) In order to promote international unificatio
Standards transparently to the maximum
divergence between the |IEC Standard and
indicated in the latter.

5) The IEC provides no marking procedure tg indi

6) Attention is drawn to the possibili

The text of this standard i e’following documents:

FDIS Report on voting
\/9/1/135/FDIS 91/147/RVD

Full informat
voting indicated in

he voting for the approval of this standard can be found in the report on
above table.

IEC 61191 consists of the following parts, under the general title Printed board assemblies:

Part 1: Generic specification — Requirements for soldered electrical and electronic assemblies
using surface mount and related assembly technologies

Part 2: Sectional specification — Requirements for surface mount soldered assemblies

Part 3: Sectional specification — Requirements for through-hole mount soldered assemblies

Part 4: Sectional specification — Requirements for terminal soldered assemblies

This standard is to be read in conjunction with IEC 61191-1.
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ENSEMBLES DE CARTES IMPRIMEES —

Partie 4: Spécification intermédiaire —
Exigences relatives a 'assemblage de bornes par brasage

1 Geénéralités

1.1 Domaine d'application

d'aprés des structures d'interconnexion borne/fil et aux portions d'e
techniques associées (par exemple montage en surface, m
montage a puce).

1.2 Classification

le produit appart le niveau prescrit et indique toute exception ou
exigence supplé , le cas échéant. Il convient d'admettre
d'éventuels empiétem 9 iets_entre différents niveaux (voir article 4 de la CEI 61191-1).

C'est a I'utilisateu.Ides ense evient la responsabilité de déterminer le niveau auquel

Les docuren onmati uivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence

(i des dispositions valables pour la présente partie de la CEIl 61191.
Au moment de [a-publigation, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et’les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEl
61191 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des
documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEIl et de I'lSO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 61191-1:1998, Ensembles de cartes imprimées — Partie 1: Spécification générique —
Exigences relatives aux ensembles électriques et électroniques brasés utilisant les techniques de
montage en surface et associées
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PRINTED BOARD ASSEMBLIES —

Part 4: Sectional specification —
Requirements for terminal soldered assemblies

1 General
1.1 Scope
This standard prescribes requirements for terminal soldered assemblies. equirements
pertain to those assemblies that are totally terminal/wire interconne res\or to the
terminal/wire portions of those assemblies that include other related te surface

mounting, through-hole mounting, chip mounting).

1.2 Classification

This specification recognizes that electrical plies are subject to
classifications by intended end-item use. Three(ge ¢t levels have been
established to reflect differences ibi i unctional performance

requirements, and verification (inspectio Qque the following:

Level A: General electronic products
Level B: Dedicated service electronic
Level C: High-performance electronic

belongs. The contract she ify el required and indicate any exceptions or additional

requirements to the appropriate. It should be recognized that there may be
overlaps of equit o) ' \ appropriate (see clause 4 in IEC 61191-1).

recent edition of\the normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currentlyvalid International Standards.

IEC 61191-1:1998, Printed board assemblies — Part 1: Generic specification — Requirements
for soldered electrical and electronic assemblies using surface mount and related assembly
technologies
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